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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania prgdoprzewodzgcej samoprzylepnej tasmy
konstrukcyjnej i pragdoprzewodzgca samoprzylepna tasma konstrukcyjna do tgczenia podtozy metalo-
wych. Tego typu tasmy konstrukcyjne moga byé zastosowane do tgczenia elementéw metalowych dajgc
po utwardzeniu potaczenia klejowe o wysokiej wytrzymatosci na Scinanie.

Z opisu wynalazku US 3475213 znane sg taSmy samoprzylepne przewodzace prad elektryczny,
sktadajgce sie z metalowej folii przewodzgcej prad oraz samoprzylepnego filmu klejowego napetnionego
sferycznymi czgstkami metali tj. miedzi, srebra, antymonu, bizmutu, kadmu, chromu, kobaltu, zelaza,
molibdenu, niklu, tytanu lub cynku. Wedtug wynalazku jako kleje samoprzylepne mogg byé stosowane
kleje na bazie naturalnych i syntetycznych polimeréw tj. poliakrylany, etery poliwinylowe, kopolimery
polioctanu winylu, poliizobutylen, kauczuk naturalny, neopren oraz kauczuki silikonowe. Z opisu wyna-
lazku US 3497383 znane sg jednostronnie klejgce taSmy samoprzylepne przewodzace prad elektryczny
przeznaczone do zastosowan jako prgdoprzewodzgce sktadniki warstw ekranujgcych przed falami ra-
diowymi prgdoprzewodzace elementy fgczgce. Wyroby te skfadajg sie z folii metalowej (miedzianej lub
aluminiowej) oraz kleju akrylanowego lub kauczukowego. Natomiast z opisu wynalazku US 4054714
znana jest przewodzaca pragd kompozycja klejowa do tgczenia powierzchni urzadzen elektrycznych.
Objeta ochrong patentowg kompozycja klejowa charakteryzuje sie tym, ze utwardza sie w temperaturze
pokojowej oraz moze by¢ stosowana na powierzchnie wilgotne czy zaolejone. Wspomniana kompozycja
klejowa sktada sie z polimerowego spoiwa, przewodzgcych prad czgsteczek metali szlachetnych oraz
ciekfego wielowodorotlenowego alkoholu. Przy czym jako spoiwo polimerowe stosuje sie mieszaniny
chlorosulfonowanego polietylenu lub chlorek kwasu sulfonowego z chlorowanym polietylenem wraz
z monomerami winylowymi (przewaznie akrylanami) i inicjatorem (przewaznie aminowym). Jako elek-
troprzewodzace napetniacze metaliczne stosowane sg srebro i ztoto. Kompozycja klejowa wg wyna-
lazku nie posiada wtasciwosci samoprzylepnych.

Z kolei opis wynalazku US 5939190 odnosi sie do elektroprzewodzgcej taSmy transferowe;j,
w ktorej jako podktad zastosowano wiéknine typu spun-bond, natomiast jako film klejowy stosowano
kleje samoprzylepne na bazie akrylanu butylu, akrylanu 2-etyloheksylu oraz kwasu akrylowego. \Wy-
nalazek byt przeznaczony do stosowania w kontaktach elektronicznych oraz w ekranach elektroma-
gnetycznych. Z opisu wynalazku US 6235385 znana jest przewodzaca prad elektryczny taSma kle-
jaca, zbudowana z filmu klejowego i metalowej folii. Wedtug wynalazku jako folie metalowg stosuje
sie folie aluminiowg lub miedziang. Natomiast jako pragdoprzewodzacy klej stosuje sie zywice akry-
lowe lub kauczukowe rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych, napetnione przewodzgcymi
prad proszkami metali tj. miedzig, aluminium, niklem, chromem lub grafitem w ilosci od 50 do 200
czesci wagowych na 100 czesci wagowych kleju; przy czym rozmiar ziaren napetniacza jest mniejszy
niz 0,149 mm. Z kolei opis wynalazku US 2003/0059607 odnosi sie do przewodzgacej prad elektryczny
beznosnikowej taSmy klejacej, wykazujgcej trwate witasciwosci samoprzylepne. Wedtug wynalazku
tasma ta powstaje poprzez naniesienie samoprzylepnego filmu klejowego na antyadhezyjne podtoze
alkaliczne. Jako kleje samoprzylepne stosowane sg kompozycje poliuretanowe, poliakrylanowe oraz
kauczukowe napetnione sadzg, kredg, siarczanem baru, talkiem, mikg, krzemionkg lub tlenkiem
cynku. Jako dodatki pragdoprzewodzgce stosowano proszki metali tj. aluminium, miedz lub srebro.
Z nastepnego opiséw wynalazkéw WO 088107 oraz US 0086777 znana jest przewodzgca prad elek-
tryczny i ciepto ta§ma samoprzylepna, zbudowana warstwowo z folii metalowej, kleju przewodzgcego
prad oraz warstwy grafitu (w réznych kombinacjach). Jako folie metalowe stosowano folie aluminiowe
lub miedziane. Jako warstwa klejowa stosowane sg kleje akrylanowe lub silikonowe z dodatkiem
proszkdéw metali takich jak nikiel, wegiel, aluminium. Z opisu patentowego PL 216734B1 znany jest
sposOb wytwarzania prekursora samoprzylepnych tasm strukturalnych przewodzacych prad elek-
tryczny polegajgcy na polimeryzacji kopolimeréw, modyfikacji zywicg epoksydowg i napetniaczami
przewodzacymi prad elektryczny, a nastepnie sieciowaniu, ktéry charakteryzuje sie tym, ze poddaje
sie polimeryzacji rozpuszczalnikowej monomery 40—70% wagowych estréw alkilowych kwasu akrylo-
wego o dtugosci tancucha weglowego w tancuchu bocznym grupy alkilowejod 1 do 12 atoméw wegla,
10-40% wagowych estréw alkilowych kwasu akrylowego, metakrylowego, badz innego monomeru
zawierajgcego grupy oksiranowe, 5-25% wagowych estréow alkilowych kwasu akrylowego zawieraja-
cych w taincuchu bocznym grupy alkilowej grupy hydroksylowe oraz 0—3% wagowych kwasdéw winy-
lokarboksylowych. Stezenie wszystkich monomerdéw uzytych do syntezy rozpuszczalnikowego samo-
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przylepnego kleju poliakrylanowego wynosi 100% wagowych. Nastepnie tak otrzymany rozpuszczal-
nikowy poliakrylanowy klej samoprzylepny w ilosci 50 do 80% wagowych modyfikuje sie dodatkiem
50 do 200% wagowych zywicy epoksydowe;j, 0,3 do 3% wagowych zwigzku sieciujgcego w tempera-
turze pokojowej, 1 do 7% wagowych zwigzku sieciujgcego termicznie, 0,1 do 2% wagowych promo-
tora adhezji, 10-40% wagowych napetniaczy przewodzacych prad elektryczny. Stezenie wszystkich
komponentéw uzytych do modyfikacji rozpuszczalnikowego samoprzylepnego kleju strukturalnego
odnosi sie do masy polimeru kleju rozpuszczalnikowego. Otrzymany zmodyfikowany rozpuszczalni-
kowy poliakrylanowy klej samoprzylepny powleka sie na podfozu dehezyjnym i suszy otrzymujgc usie-
ciowany prekursor samoprzylepnych tasm strukturalnych przewodzacych prad elektryczny. Z tego
opisu znane jest rowniez potgczenie materiatdw przewodzgcych prad elektryczny, zwiaszcza metali,
szkfa lub tworzyw sztucznych zawierajgce samoprzylepng tasme strukturalng, w ktérym pomiedzy
materiatami przewodzgcymi prad elektryczny ma samoprzylepng tasme strukturalng przewodzacg
prad elektryczny stanowigcg produkt utwardzania termicznego w temperaturze 120-160°C prekur-
sora samoprzylepnych tasm strukturalnych przewodzgcych prad elektryczny wytworzonego zgodnie
Zz wyzej opisanym sposobem. Tak otrzymany prekursor jest sieciowany wytgcznie termicznie, nie za-
wiera nienasyconego fotoinicjatora kopolimeryzujgcego i nie zawiera fotoinicjatora | rodzaju. Takiego
prekursora nie mozna zgrzewaé za pomocg zgrzewarek inwertorowych.

Sposbéb wytwarzania pragdoprzewodzgcych samoprzylepnych tasm konstrukcyjnych, wedtug
wynalazku, polega na mieszaniu skfadnikéw prekursora samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego na
bazie poliakrylanéw, przy czym jako skfadniki prekursora stosuje sie estry alkilowe kwasu akrylowego
o dtugosci fancucha weglowego od 4 do 12 atoméw, estry alkilowe kwasu akrylowego zawierajgce
w tafncuchu bocznym grupe hydroksylowg w iloSci do 20% wagowych, akrylanu glicydylu lub metakry-
lanu glicydylu w ilosci do 15% wagowych, ich polimeryzacji wolnorodnikowej w rozpuszczalniku
w stosunku do masy prekursora i napetniaczem pragdoprzewodzacym, naniesieniu na nosnik i siecio-
waniu przy pomocy utwardzaczy stosowanych w ilosci do 5% wagowych. Istota rozwigzania polega
na tym, ze wytwarza sie prekursor samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego z nastepujgcych kompo-
nentéw 60-90% wagowych estréw alkilowych kwasu akrylowego o dtugosci tancucha weglowego od
4 do 12 atoméw, 2 + 20% wagowych estrow alkilowych kwasu akrylowego zawierajgcych w faincuchu
bocznym grupe hydroksylowg i do 4 atoméw wegla, 5 + 15% wagowych akrylanu glicydylu lub meta-
krylanu glicydylu i 0,01 + 5% wagowych nienasyconego fotoinicjatora. Prekursor samoprzylepnego
kleju konstrukcyjnego, ktérym jest kopolimer epoksyakrylanowy zawierajgcy grupy funkcyjne w tan-
cuchu bocznym, takie jak: hydroksylowa oraz epoksydowa. Prekursor ten zdolny jest do sieciowania
pod wptywem promieniowania UV dzieki wbudowaniu w tanicuch poliakrylanowy nienasyconego foto-
inicjatora na bazie benzofenonu lub na bazie antrachinonu lub na bazie benzoiny. Udziat wagowy
wszystkich komponentéw samoprzylepnego prekursora kleju konstrukcyjnego wynosi 100%. Polime-
ryzacje prowadzi sie w obecnosci inicjatora polimeryzacji wolnorodnikowej (2,2’-azobisizobutyroni-
trylu) i octanu etylu, metyloetyloketonu lub acetonu jako rozpuszczalnika. Tak otrzymany prekursor
samoprzylepnego kleju, jako 50% wagowy roztwor kopolimeru akrylanowego w rozpuszczalniku mo-
dyfikuje sie dodajgc zywice epoksydowa na bazie bisfenolu A lub bisfenolu F lub zywice epoksyno-
wolakowa w ilosci 100 + 200% wagowych w stosunku do masy prekursora, czyli w stosunku wagowym
suchych mas pomiedzy 2:1 a 1:2. Dodaje sie réwniez w celu modyfikacji 0,5 + 5,0% wagowych fotoi-
nicjatora | rodzaju w postaci zwigzkdéw typu o-hydroksyalkilofenonéw, 1 + 5% wagowych fotoreaktyw-
nych monomeréw lub oligomerdéw w postaci dwufunkcyjnych lub wielofunkcyjnych monomeréw akry-
lanowych, cykloalifatycznych lub aromatycznych uretanoakrylanéw lub epoksyakrylanéw, 0,1 + 5%
wagowych promotoréw adhezji lub zwigzkéw obnizajgcych napiecie powierzchniowe w postaci zwigz-
kéw na bazie polimetylosiloksandw, poliakrylanéw lub poliestréw, 0,1 + 5% wagowych lub w ilo$ci
stechiometrycznej utwardzaczy utajonych w postaci adduktow kwaséw Lewisa, pochodnych imida-
zolu, bezwodnikéw kwaséw karboksylowych, zwigzkéw fenolowych lub dicyjanodiamidu. Wagowe
procenty komponentdéw uzytych do modyfikacji odnoszg sie do suchej masy kompozyciji klejowej. Do-
daje sie rébwniez 2 + 60 czeSci wagowych napetniacza pragdoprzewodzacego na 100 czes$ci wagowych
kopolimeru epoksyakrylanowego i zywicy epoksydowej. W celu stabilizacji uzyskanej kompozyciji kle-
jowej dodaje sie rowniez izopropanol w ilosci 10 + 40% wagowych w przeliczeniu na catg mase kom-
pozycji klejowej. Nastepnie tak uzyskang kompozycje klejowg powleka sie, suszy sie w temperaturze
nie wiekszej niz 105°C, sieciuje sie naswietlajgc promieniami UV w zakresie 200 =+ 400 nm.
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Jako estry alkilowe kwasu akrylowego o dtugoséci taricucha weglowego od 4 do 12 atomoéw stosuje
sie akrylan butylu, akrylan pentylu, akrylan heksylu, akrylan heptylu, akrylan 2-etyloheksylu akrylan ok-
tylu, akrylan izooktylu i/lub akrylan dodecylu. W celu zapewnienia prekursorom samoprzylepnych klejéw
konstrukcyjnych mieszalnos$ci z zywicg epoksydowg, w tancuch kopolimeru akrylanowego wbudowuje
sie podczas syntezy estry alkilowe kwasu akrylowego zawierajgce grupy wodorotlenowe oraz estry al-
kilowe kwasu akrylowego zawierajgce grupy epoksydowe. Jako estry alkilowe kwasu akrylowego za-
wierajgce w tancuchu bocznym grupe hydroksylowg i do 4 atoméw wegla stosuje sie akrylan 2-hydrok-
syetylu, akrylan 2-hydroksypropylu, akrylan 3-hydroksypropylu lub akrylan 4-hydroksybutylu. Wbudo-
wanie fotoinicjatora w tancuch kopolimeru akrylanowego ma na celu nadanie mu zdolnoéci do reakg;ji
sieciowania pod wptywem promieniowania UV z innymi sktadnikami kompozycji klejowej tzw. zwigzkami
fotoreaktywnymi, w rezultacie powodujgc zwiekszenie gestosci usieciowania wytwarzanego w konco-
wym etapie filmu klejowego. Korzystnie jako nienasycony fotoinicjator na bazie benzofenonu stosuje sie
4-akryloilooksybenzofenon. Korzystnie jako nienasycony fotoinicjator na bazie antrachinonu stosuje sie
2-akryloilooksyantrachinon. Korzystnie jako nienasycony fotoinicjator na bazie benzoiny stosuje sie
akrylan benzoiny. Jako fotoinicjator | rodzaju stosuje sie zwigzki typu o-hydroksyalkilofenonéw. Zwigzki
te pod wptywem promieniowania UV ulegajg najpierw fotolizie, a nastepnie reagujg z obecnymi w ukfa-
dzie zwigzkami nienasyconymi (monomerami i/lub oligomerami procesu sieciowania UV). Korzystnie
jako fotoinicjatory | rodzaju stosuje sie 2-hydroksy-1-{4-[4-(2-hydroksy-2-metylo-propionylo)-benzylo]-
fenylo}-2-metylo-propan-1-on (Irgacure 127), 1-hydroksy-cykloheksylo-fenyloketon (Irgacure 184). Do-
datek monomerdw i/lub oligomeréw procesu sieciowania UV wptywa na zwiekszenie gestosci usiecio-
wania uzyskiwanego polimeru. Dodatek epoksyakrylanéw wptywa korzystnie na adhezje uzyskiwanej
w koricowym etapie samoprzylepnej tasmy konstrukcyjnej. Podobnie wptywa dodatek dwufunkcyjnych
czy wielofunkcyjnych monomeréw akrylanowych oraz cykloalifatycznych i aromatycznych uretanoakry-
lanéw, z tym, ze cykloalifatyczne uretanoakrylany zwiekszajg elastyczno$¢ finalnego wyrobu, co jest
bardzo korzystne. Jako poétstate zywice epoksydowe na bazie bisfenolu A korzystnie stosuje sie Epidian
4 |lub Araldite GZ 601 x 75, Araldite GY 240, Araldite GY 250, Araldite GY 260, Araldite GY 266, Araldite
GY 280, Araldite GY 2600, DER 332 oraz DER 337. Jako ciekfe zywice epoksydowe stosuje sie ko-
rzystnie Epidian 6, Araldite GY 260, Polypox E 260 lub Epon 862. Jako zywice na bazie bisfenolu F
stosuje sie Epoxy Hard Fill. Jako zywice epoksynowolakowe stosuje sie DEN 431, DEN 425 lub DEN
438. Po suszeniu otrzymuje sie produkt o gramaturze od 30 do 150 g/m? co daje grubo$¢ od 0,02 + 0,12
mm. Jako napetniacze prgdoprzewodzgce stosuje sie pyt aluminiowy i/lub pyt cynkowy i/lub ciecze jo-
nowe dicyjanoamidowe i/lub ciecze jonowe tetrafluoroboranowe i/lub pochodne kwasu dinonylonaftale-
nosulfonowego i/lub nanorurki weglowe. Jako zrédto promieniowania UV stosuje sie typowe nisko-,
Srednio- lub wysokoci$nieniowe rteciowe lampy UV emitujgce spektralne promieniowanie UV oraz eks-
cymerowe lampy UV lub lasery ekscymerowe UV emitujgce monochromatyczne promieniowanie UV
o SciSle okresSlonej diugosci fali. Naswietlanie promieniowaniem UV prowadzi sie w celu nadania im
odpowiedniej kohezji (wytrzymato$ci wewnetrznej). W ten sposob uzyskane samoprzylepne tasmy kon-
strukcyjne utwardza sie na gotowych do potaczenia elementach metalowych za pomoca inwertorowe;j
zgrzewarki elektrycznej lub hybrydowo za pomocg wymienionej zgrzewarki, a nastepnie utwardza sie
tasme w temperaturze od 130°C do 170°C przez 10 do 30 minut uzyskujgc trwate potgczenie elementéw
metalowych.

Pradoprzewodzgca samoprzylepna tasma konstrukcyjna do tgczenia podtozy metalowych we-
dtug wynalazku, charakteryzuje sie tym, ze jest wytworzona wedtug powyzszego sposobu. Tasme
z podtozami zgrzewa sie za pomocg inwertorowej zgrzewarki elektrycznej. Tasma stuzy do tgczenia
podiozy metalowych, ktére stanowi podtoze aluminiowe i/lub stalowe. Tadma moze utworzyé potgczenie
(podtoze/tasma/podtoze), ktére moze by¢ dodatkowo produktem utwardzania termicznego, czyli w trak-
cie zgrzewania dodatkowo tasme strukturalng utwardza sie termicznie, korzystnie od 130°C do 170°C
przez 10 do 30 minut.

Zaletg rozwigzania wedtug wynalazku jest to, ze mogg postuzyé do trwatego tgczenia elementéw
metalowych (w szczegdlnosSci aluminiowych lub stalowych). Przewodzgce prad samoprzylepne tasmy
konstrukcyjne mogg byé stosowane w miejsce tradycyjnych metod spajania (np. z uzyciem nitéw, $rub
czy poprzez lutowanie) wszedzie tam gdzie wymagane sg trwate, wysokowytrzymate i estetyczne pota-
czenia sztywne (np. w przemysle samochodowym czy budowlanym). Rozwigzanie pozwala na uzyska-
nie prgdoprzewodzgcej samoprzylepnej taSmy konstrukcyjnej na bazie kompozycji z zywicy epoksydo-
wej oraz roztworéw kopolimeréw epoksyakrylanowych z grupami funkcyjnymi takim jak: grupa hydrok-
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sylowa oraz epoksydowa, ktéra to kompozycja zawiera réwniez wrazliwe na promieniowanie UV fotoi-
nicjatory oraz zdolne do sieciowania, pod wptywem UV, zwigzki chemiczne a takze promotory adhezji
(lub zwigzki obnizajgce napiecie powierzchniowe) i zwigzki sieciujgce pod wptywem podwyzszonej tem-
peratury (tzw. utwardzacze utajone) oraz dodatki pragdoprzewodzgce.

Wynalazek ilustrujg blizej ponizsze przyktady wykonania.

Przyktad |

W znajdujgcym sie w tazni olejowej reaktorze szklanym o pojemnosci 250 ml zaopatrzonym
w mieszadto mechaniczne, chtodnice zwrotng, termometr oraz uktad dozujgcy umieszcza sie 100 g
rozpuszczalnika — octanu etylu. Rozpuszczalnik ogrzewa sie do temperatury wrzenia, po czym
w ciggu 2 h wkrapla sie do niego 100 g mieszaniny monomerdéw wraz z inicjatorami, tj. 69,5 g akrylanu
butylu (69,5% wag.), 20 g akrylanu 2-etyloheksylu (20% wag.) 5 g akrylanu 2-hydroksyetylu (5%
wag.), 5 g metakrylanu glicydylu (5% wag.), 0,1 g inicjatora polimeryzacji wolnorodnikowej 2,2’-azo-
bisizobutyronitrylu (0,1% wag.), 0,5 g fotoinicjatora tj. 4-akryloilooksybenzofenonu (0,5% wag.). Pro-
centy wagowe odnoszg sie do catkowitej masy otrzymywanego prekursora samoprzylepnego kleju
strukturalnego, jako 50-cio % roztworu kopolimeru akrylanowego w octanie etylu. Proces polimeryza-
cji prowadzi sie przez 5 h, do uzyskania roztworu kopolimeru o lepkosci (w 23°C) okoto 14 Pa-s.
Otrzymany prekursor samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego miesza sie nastepnie z zywicg epok-
sydowg Epidian 6 w stosunku wagowym suchych mas 1 : 1. W celu uzyskania petnej kompozycji
klejowej dodaje sie jeszcze 1% wag. fotoinicjatora | rodzaju tj. Irgacure 127, 1% wag. cykloalifatycz-
nego uretanoakrylanu Laromer UA 19 T, 1% wag. utwardzacza utajonego — adduktu kwasu Lewisa —
Nacure Super A 218, 0,25% wag. promotora adhezji — modyfikowany poliakrylan — BYK 4510. Pro-
centy wagowe w/w dodatkdéw do kompozycji prekursora z zywicg epoksydowg odnoszg sie do suchej
masy kompozycji klejowej. W celu nadania wtasciwosci pradoprzewodzgcych dodaje sie 50 cz. wag.
pytu aluminiowego na 100 cz. wag. polimeru (kopolimeru epoksyakrylanowego i zywicy epoksydowej).
Natomiast w celu stabilizacji uzyskanej kompozycji klejowej stosuje dodatek izopropanolu w ilosci
20% wag. w przeliczeniu na catg mase kompozycji klejowej. Tak otrzymang kompozycje klejowg po-
wleka sie na folii poliestrowej (w celu uzyskania prébek do badan wtasciwosci samoprzylepnych) i na
papierze silikonizowanym (w celu uzyskania bezno$nikowej dwustronnie klejacej pragdoprzewodzgcej
samoprzylepnej tasmy konstrukcyjnej), tak aby po odparowaniu rozpuszczalnika uzyskaé¢ produkt
o gramaturze 90 g/m?, a nastepnie suszy w suszarce w temperaturze 105°C przez 10 min. Otrzymany
film klejowy naswietla sie 60 s lampg UV Aktipint Mini 18-2 o natezeniu 900 mJ/cm?2. Wytworzong
w ten sposéb warstwe samoprzylepng zabezpiecza sie papierem silikonizowanym. Witasciwosci sa-
moprzylepne uzyskanej samoprzylepnej taSmy konstrukcyjnej mierzono wg normy AFERA, stosowa-
nej przez Europejskie Stowarzyszenie Producentéw Produktéw Samoprzylepnych. Adhezje do stali
mierzono wg normy AFERA 4001, kleisto§¢ — AFERA 4105 oraz kohezja w 20°C — AFERA 4012.
Przewodnos$¢ skrosng wyznaczono przez pomiar pragdu statego przeptywajacego przez warstwe kleju
przy znanym napieciu. W tym celu prébke kleju o $cisle okreslonej grubosci nanoszono na elektrodg
w formie ptytki aluminiowej. Na naniesiong warstwe kleju przyklejano elektrode z folii aluminiowe;j
o $ciSle okreSlonym ksztatcie. Elektrody tgczono z przewodami pomiarowymi z uktade m amperomie-
rza CEM DT-9929 (/mi»=10nA), woltomierza CEM DT-9929 i stabilizowanego zasilacza MCP M10-
HP300. Badania prowadzono stosujgc napiecie state w zakresie 0-300 V. Na podstawie warto$ci
napiecia i natezenia prgdu wyznaczono przewodno$¢ prébek zgodnie z rownaniem:

ov—i-i—i'—[S/m]
US U ab

gdzie: I — natezenie pradu [A], U — napiecie [V], S — powierzchnia przekroju prébki [m?], /, a, b —
odpowiednio grubos$¢, szeroko$¢ i dtugosé prébki [m].

Potgczenia klejowe elementdéw aluminiowych z udziatem otrzymanej taSmy zgrzewano za po-
mocg inwertorowej zgrzewarki elektrycznej przy pradzie 15 kA przez 650 ms. Wytrzymato$¢ na $cinanie
tak utworzonych potgczen klejowych ptytka aluminiowa/samoprzylepna tasma konstrukcyjna mierzono
wg normy PN-ISO 4587 na maszynie wytrzymato$ciowej Zwick/Roell Z010. We wszystkich podanych
przyktadach uzyskano samoprzylepne tasémy konstrukcyjne o wytrzymatoSci na Scinanie powyzej
7 MPa, co pozwala zaliczyé otrzymane produkty do rodziny klejow konstrukcyjnych. Uzyskane wyniki
badan przedstawiono w tabeli 1.
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Przyktad Il

W znajdujgcym sie w tazni olejowej reaktorze szklanym o pojemnosci 250 ml zaopatrzonym
w mieszadto mechaniczne, chtodnice zwrotng, termometr oraz uktad dozujgcy umieszcza sie 50 g me-
tyloetyloketonu oraz 50 g acetonu. Rozpuszczalniki ogrzewa sie do temperatury wrzenia, po czym
w ciggu 2 h wkrapla sie do niego 100 g mieszaniny monomeroéw wraz z inicjatorami, tj. 78 g akrylanu
2-etyloheksylu (78% wag.), 15 g akrylanu 2-hydroksypropylu (15% wag.), 5 g akrylanu glicydylu (10%
wag.), 0,1 g inicjatora polimeryzacji wolnorodnikowej 2,2’-azobisizobutyronitrylu (0,1% wag.), 2 g foto-
inicjatora tj. 2-akryloilooksyantrachinonu (2% wag.). Procenty wagowe odnoszg sie do catkowitej masy
otrzymywanego prekursora samoprzylepnego kleju strukturalnego, jako 50-cio % roztworu kopolimeru
akrylanowego w mieszaninie rozpuszczalnikéw. Proces polimeryzacji prowadzi sie przez 5 h, do uzy-
skania roztworu kopolimeru o lepkosci (w 23°C) okoto 18 Pa-s. Otrzymany prekursor samoprzylepnego
kleju konstrukcyjnego miesza sie nastepnie z zywicg epoksynowolakowg DEN 431 w stosunku wago-
wym suchych mas 1 : 1. W celu uzyskania petnej kompozycji klejowej dodaje sie jeszcze 0,5% wag.
fotoinicjatora | rodzaju tj. Irgacure 184, 2% wag. aromatycznego uretanoakrylanu Laromer 9073,
2% wag. utwardzacza utajonego — addukt kwasu Lewisa — Nacure Super A 202 Catalyst, 5% wag.
zwigzku obnizajgcego napiecie powierzchniowe — polimetylosiloksan — BYK 325. Procenty wagowe do-
datkéw do kompozycji prekursora z zywicg epoksynowolakowg odnoszg sie do suchej masy kompozycji
klejowej. W celu nadania wiasciwosci pragdoprzewodzacych dodaje sie 60 cz. wag. pytu cynkowego na
100 cz. wag. polimeru (kopolimeru epoksyakrylanowego i zywicy epoksynowolakowej). W celu stabili-
zacji uzyskanej kompozycji klejowej stosuje dodatek izopropanolu w ilo$ci 40% wag. w przeliczeniu na
catg mase kompozycji klejowej. Tak otrzymang kompozycje klejowg powleka sie na folii poliestrowej
(w celu uzyskania prébek do badan wtasciwosci samoprzylepnych) i na papierze silikonizowanym
(w celu uzyskania beznos$nikowej dwustronnie klejgcej pragdoprzewodzgcej samoprzylepnej taSmy kon-
strukcyjnej), tak aby po odparowaniu rozpuszczalnika uzyskaé produkt o gramaturze 150 g/m?, a na-
stepnie suszy w suszarce w temperaturze 105°C przez 10 min. Otrzymany film klejowy naswietla sie
lampg 45 s UV Aktipint Mini 18—2 o natezeniu 900 mJ/cm?. Wytworzong w ten spos6b warstwe samo-
przylepng zabezpiecza sie papierem silikonizowanym. Potaczenia klejowe elementéw aluminiowych
z otrzymang pradoprzewodzgcg samoprzylepng tadmg konstrukcyjng byty zgrzewane na inwertorowej
zgrzewarce elektrycznej przy pradzie 16 kA w czasie 650 ms. Uzyskane wyniki badan wtasciwosci sa-
moprzylepnych oraz wytrzymatosci na $cinanie przedstawiono w tabeli 1.

Przyktad Il

W znajdujgcym sie w tazni olejowej reaktorze szklanym o pojemnos$ci 250 ml zaopatrzonym
w mieszadto mechaniczne, chtodnice zwrotng, termometr oraz uktad dozujgcy umieszcza sie 100 g
rozpuszczalnika — octanu etylu. Rozpuszczalnik ogrzewa sie do temperatury wrzenia, po czym w ciggu
2 h wkrapla sie do niego 100 g mieszaniny monomeroéw wraz z inicjatorami, tj. 64,99 g akrylanu pentylu
(64,99% wag.), 20 g akrylanu 3-hydroksypropylu (20% wag.), 15 g metakrylanu glicydylu (15% wag.),
0,1 g inicjatora polimeryzacji wolnorodnikowej 2,2’-azobisizobutyronitrylu (0,1% wag.), 0,01 g fotoinicja-
tora tj. akrylanu benzoiny (0,01% wag.). Procenty wagowe odnoszg sie do catkowitej masy otrzymywa-
nego prekursora samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego, jako 50-cio % roztworu kopolimeru akrylano-
wego w octanie etylu. Proces polimeryzacji prowadzi sie przez 5 h, do uzyskania roztworu kopolimeru
o lepkosci (w 23°C) okoto 15 Pa-s. Otrzymany prekursor samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego mie-
sza sie nastepnie z zywicg epoksydowg DER 337 w stosunku wagowym suchych mas 1 : 2. W celu
uzyskania petnej kompozycji klejowej dodaje sie jeszcze 1,5% wag. fotoinicjatora 1 rodzaju tj. Irgacure
127, 3% wag. monomeru dwufunkcyjnego Laromer HDDA, 5% wag. utwardzacza utajonego - dicyja-
nodiamidu, 0,5% wag. zwigzku obnizajgcego napiecie powierzchniowe — polidimetylosiloksan — BYK
341. Procenty wagowe dodatkéw do kompozycji prekursora z zywicg epoksydowg odnoszg sie do su-
chej masy kompozycji klejowej. W celu nadania wtasciwosci pragdoprzewodzgcych dodaje sie 5 cz. wag.
cieczy jonowej dicyjanoamid 1-butylo-3-metyloimidazoliowy na 100 cz. wag. polimeru (kopolimeru akry-
lanowego i zywicy epoksydowej). W celu stabilizacji uzyskanej kompozycji klejowej stosuje dodatek
izopropanolu w ilosci 30% wag. w przeliczeniu na catg mase kompozycii klejowej. Tak otrzymang kom-
pozycje klejowa powleka sie na folii poliestrowej (w celu uzyskania probek do badan wtasciwosci samo-
przylepnych) i na papierze silikonizowanym (w celu uzyskania bezno$nikowej dwustronnie klejacej sa-
moprzylepnej tasmy konstrukcyjnej), tak aby po odparowaniu rozpuszczalnika uzyskac¢ produkt o gra-
maturze 60 g/m?2, a nastepnie suszy w suszarce w temperaturze 105°C przez 10 min. Otrzymany film
klejowy naswietla sie 6 s lampg UV Aktipint Mini 18-2 firmy Technigraf o natezeniu 900 mJ/cm?2. Wy-
tworzong w ten sposdb warstwe samoprzylepng zabezpiecza sie papierem silikonizowanym. Potgczenia
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klejowe ptytek aluminiowych z otrzymang prgdoprzewodzgca samoprzylepng tasmg konstrukcyjng byty
zgrzewane za pomocg inwertorowej zgrzewarki elektrycznej przy pradzie 19 kA w czasie 650 ms
a nastepnie utwardzane w temperaturze 170°C przez 30 min. Uzyskane wyniki badan wtasciwosci sa-
moprzylepnych oraz wytrzymatosci na $cinanie przedstawiono w tabeli 1.

Przyktad IV

W znajdujgcym sie w fazni olejowej reaktorze szklanym o pojemnosci 250 ml zaopatrzonym
w mieszadto mechaniczne, chtodnice zwrotng, termometr oraz uktad dozujgcy umieszcza sie 70 g me-
tyloetyloketonu i 30 g acetonu. Rozpuszczalniki ogrzewa sie do temperatury wrzenia, po czym w ciggu
1,5 h wkrapla sie do niego 100 g mieszaniny monomeréw wraz z inicjatorami, tj. 60 g akrylanu heksylu
(60% wag.), 13 g akrylan dodecylu (13% wag.), 15 g akrylanu 4-hydroksybutylu (15% wag.), 10 g akry-
lanu glicydylu (10% wag.), 0,1 g inicjatora polimeryzacji wolnorodnikowej 2,2’-azobisizobutyronitrylu
(0,1% wag.), 2 g fotoinicjatora tj. 2-akrylanoksyantrachinonu (2% wag.). Procenty wagowe odnoszg sie
do catkowitej masy otrzymywanego prekursora samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego, jako 50-cio %
roztworu kopolimeru akrylanowego w mieszaninie rozpuszczalnikéw. Proces polimeryzaciji prowadzi sie
przez 5 h, do uzyskania roztworu kopolimeru o lepkosci (w 23°C) okoto 16 Pa-s. Otrzymany prekursor
samoprzylepnego kleju strukturalnego miesza sie nastepnie z zywicg epoksydowg DER 332 w stosunku
wagowym suchych mas 1 : 2. W celu uzyskania petnej kompozycji klejowej dodaje sie jeszcze 1% wag.
fotoinicjatora | rodzaju tj. Irgacure 184 (BASF, Niemcy), 5% wag. epoksyakrylanu Laromer 9023, 0,1%
wag. utwardzacza utajonego — pochodna imidazolu tj. 2-etylo-4-metyloimidazol (EMI 24), 2% wag.
zwigzku obnizajgcego napiecie powierzchniowe — poliester (BYK 333). Procenty wagowe dodatkéw do
kompozycji prekursora z zywicg epoksydowg odnoszg sie do suchej masy kompozyciji klejowej. W celu
nadania wiasciwosci prgdoprzewodzgcych dodaje sie 5 cz. wag. nanorurek weglowych Nanocyl NC
7000 oraz 2,5 cz. wag. cieczy jonowej tetrafluoroboran 1-(2-hydroksyetylo)-3-metyloimidazoliowy na
100 cz. wag. polimeru (kopolimeru akrylanowego i zywicy epoksydowej). W celu stabilizacji uzyskanej
kompozycji klejowej stosuje dodatek izopropanolu w ilo$ci 20% wag. w przeliczeniu na catg mase kom-
pozycji klejowej. Tak otrzymang kompozycje klejowg powleka sie na folii poliestrowej (w celu uzyskania
prébek do badan wtasciwosci samoprzylepnych) i na papierze silikonizowanym (w celu uzyskania bez-
nos$nikowej dwustronnie klejgcej pradoprzewodzacej samoprzylepnej tasmy konstrukcyjnej), tak aby po
odparowaniu rozpuszczalnika uzyskaé produkt o gramaturze 120 g/m?, a nastepnie suszy w suszarce
w temperaturze 105°C przez 10 min. Otrzymany film klejowy naswietla sie 36 s lampg UV Aktipint Mini
18-2 firmy Technigraf o natezeniu 900 mJ/cm2. Wytworzong w ten sposob warstwe samoprzylepng
zabezpiecza sie papierem silikonizowanym. Potgczenia klejowe ptytek stalowych z otrzymang prado-
przewodzgcg samoprzylepng taSma konstrukcyjng byly zgrzewane za pomocg inwertorowej zgrzewarki
elektrycznej przy pradzie 6,5 kA w czasie 100 ms a nastepnie utwardzane w temperaturze 150°C przez
30 min. Uzyskane wyniki badan wtasciwosci samoprzylepnych oraz wytrzymato$ci na $cinanie przed-
stawiono w tabeli 1.

Przyktad V

W znajdujgcym sie w tazni olejowej reaktorze szklanym o pojemnosci 250 ml zaopatrzonym
w mieszadto mechaniczne, chtodnice zwrotng, termometr oraz ukfad dozujgcy umieszcza sie 100 g
rozpuszczalnika — octanu etylu. Rozpuszczalnik ogrzewa sie do temperatury wrzenia, po czym w ciggu
2 h wkrapla sie do niego 100 g mieszaniny monomeroéw wraz z inicjatorami, tj. 81,5 g akrylanu heptylu
(81,5% wag.), 3 g akrylanu 2-hydroksyetylu (3% wag.), 15 g akrylanu glicydylu (15% wag.), 0,1 g inicja-
tora polimeryzacji wolnorodnikowej 2,2’-azobisizobutyronitrylu (0,1% wag.), 0,5 g fotoinicjatora tj. akry-
lanu benzoiny (0,5% wag.). Procenty wagowe odnoszg sie do catkowitej masy otrzymywanego prekur-
sora samoprzylepnego kleju strukturalnego, jako 50-cio % roztworu kopolimeru akrylanowego w octanie
etylu. Proces polimeryzacji prowadzi sie przez 5 h, do uzyskania roztworu kopolimeru o lepkoSci
(w 23°C) okoto 18 Pa-s. Otrzymany prekursor samoprzylepnego kleju strukturalnego miesza sie nastep-
nie z zywicg epoksydowa Araldite GY 260 w stosunku wagowym suchych mas 1 : 2. W celu uzyskania
petnej kompozycji klejowej dodaje sie jeszcze 3% wag. fotoinicjatora | rodzaju tj. Irgacure 127, 1% wag.
cykloalifatycznego uretanoakrylanu Laromer 8987, 5,0% wag. dicyjanodiamidu, 0,25% wag. zwigzku
obnizajgcego napiecie powierzchniowe — polimetylosiloksan (BYK 325). Procenty wagowe dodatkéw do
kompozycji prekursora z zywicg epoksydowg odnoszg sie do suchej masy kompozycji klejowej. W celu
nadania wiasciwos$ci pragdoprzewodzgcych dodaje sie 2 cz. wag. pochodng kwasu dinonylonaftaleno-
sulfonowego Nacure 1323 na 100 cz. wag. polimeru (kopolimeru epoksyakrylanowego i zywicy epoksy-
dowej). W celu stabilizacji uzyskanej kompozycji klejowej stosuje dodatek izopropanolu w ilosci 10%
wag. w przeliczeniu na catg mase kompozycji klejowej. Tak otrzymang kompozycje klejowg powleka sie
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na folii poliestrowej (w celu uzyskania probek do badan wtasciwosci samoprzylepnych) i na papierze
silikonizowanym (w celu uzyskania bezno$nikowej dwustronnie klejgcej samoprzylepnej taSmy struktu-
ralnej), tak aby po odparowaniu rozpuszczalnika uzyskaé produkt o gramaturze 150 g/m2, a nastepnie
suszy w suszarce w temperaturze 105°C przez 10 min. Otrzymang samoprzylepng tasme strukturalng
(lub prébe na folii poliestrowej) naswietla sie 27 s lampg UV Aktipint Mini 18-2 o natezeniu 900 mJ/cm?2.
Otrzymany film klejowy naswietla sie 60 s lampg UV Aktipint Mini 18-2 firmy Technigraf o natezeniu
900 mJ/cm?2. Wytworzong w ten sposdb warstwe samoprzylepng zabezpiecza sie papierem silikonizo-
wanym. Potgczenia klejowe ptytek stalowych z otrzymang pradoprzewodzacg samoprzylepng tasma
konstrukcyjng byty zgrzewane za pomocg inwertorowej zgrzewarki elektrycznej przy pradzie 6,8 kA
w czasie 120 ms a nastepnie utwardzane w temperaturze 160°C przez 30 min. Uzyskane wyniki badan
wiasciwosci samoprzylepnych oraz wytrzymatosci na $cinanie przedstawiono w tabeli 1.

Przyktad VI

W znajdujgcym sie w fazni olejowej reaktorze szklanym o pojemnoéci 250 ml zaopatrzonym
w mieszadto mechaniczne, chtodnice zwrotng, termometr oraz uktad dozujgcy umieszcza sie 100 g
rozpuszczalnika — octanu etylu. Rozpuszczalnik ogrzewa sie do temperatury wrzenia, po czym w ciggu
2 h wkrapla sie do niego 100 g mieszaniny monomerdw wraz z inicjatorami, tj. 87,5 g akrylanu oktylu
(87,5% wag.), 2 g akrylanu 2-hydroksybutylu (2% wag.), 10 g akrylanu glicydylu (10% wag.), 0,1 g ini-
cjatora polimeryzacji wolnorodnikowej 2,2’-azobisizobutyronitrylu (0,1% wag.), 0,5 g fotoinicjatora tj.
2-akryloiloksyantrachinonu (0,5% wag.). Procenty wagowe odnoszg sie do catkowitej masy otrzymywa-
nego prekursora samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego, jako 50-cio % roztworu kopolimeru akrylano-
wego w octanie etylu. Proces polimeryzacji prowadzi sie przez 5 h, do uzyskania roztworu kopolimeru
o lepkosci (w 23°C) okoto 18 Pa-s. Otrzymany prekursor samoprzylepnego kleju strukturalnego miesza
sie nastepnie z zywicg epoksynowolakowg DER 425 w stosunku wagowym suchych mas 1 : 1. W celu
uzyskania petnej kompozycji klejowej dodaje sie jeszcze 1% wag. fotoinicjatora | rodzaju tj. Irgacure
127, 1% wag. wielofunkcyjnego monomeru akrylanowego (POEA), 2,5% wag. utwardzacza utajonego
- 4 ,4’-izopropylidenodifenolu, 0,1% wag. zwigzku obnizajgcego napiecie powierzchniowe — polimetylo-
siloksan (BYK 322). Procenty wagowe dodatkéw do kompozycji prekursora z zywicg epoksynowola-
kowg odnoszg sie do suchej masy kompozycji klejowej. W celu nadania wtasciwosci pradoprzewodza-
cych dodaje sie 50 cz. wag. pytu aluminiowego oraz 2,5 cz. wag. cieczy jonowej dicyjanoamid 1-butylo-
-3-metyloimidazoliowy. W celu stabilizacji uzyskanej kompozyciji klejowej stosuje dodatek izopropanolu
w ilosci 15% wag. w przeliczeniu na catg mase kompozyciji klejowej. Tak otrzymang kompozycje klejowa
powleka sie na folii poliestrowej (w celu uzyskania prébek do badan wtasciwosci samoprzylepnych) i na
papierze silikonizowanym (w celu uzyskania bezno$nikowej pradoprzewodzacej samoprzylepnej taSmy
strukturalnej), tak aby po odparowaniu rozpuszczalnika uzyskaé¢ produkt o gramaturze 75 g/m?, a na-
stepnie suszy w suszarce w temperaturze 105°C przez 10 min. Otrzymang samoprzylepng tasme struk-
turalng (lub prébe na folii poliestrowej) naswietla sie lampg 24 s UV Aktipint Mini 18—2 o natezeniu
900 mJ/cm?2. Wytworzong w ten sposéb warstwe samoprzylepng zabezpiecza sie papierem silikonizo-
wanym. Potgczenia klejowe ptytek stalowych z otrzymang pradoprzewodzacg samoprzylepng tasma
konstrukcyjng byty zgrzewane za pomocg inwertorowej zgrzewarki elektrycznej przy pradzie 6,5 kA
w czasie 120 ms. Uzyskane wyniki badan wiasciwosci samoprzylepnych oraz wytrzymatosci na $cinanie
przedstawiono w tabeli 1.

Przyktad VII

W znajdujgcym sie w fazni olejowej reaktorze szklanym o pojemnosci 250 ml zaopatrzonym
w mieszadto mechaniczne, chtodnice zwrotng, termometr oraz uktad dozujgcy umieszcza sie 100 g
rozpuszczalnika — octanu etylu. Rozpuszczalnik ogrzewa sie do temperatury wrzenia, po czym w ciggu
2 h wkrapla sie do niego 100 g mieszaniny monomerdéw wraz z inicjatorami, tj. 60 g akrylanu izooktylu
(60% wag.), 20 g akrylanu 2-hydroksyetylu (20% wag.), 15 g akrylanu glicydylu (15% wag.), 0,1 g ini-
cjatora polimeryzacji wolnorodnikowej 2,2’-azobisizobutyronitrylu (0,1% wag.), 5 g fotoinicjatora tj.
4-akryloilooksybenzofenonu (5% wag.). Procenty wagowe odnoszg sie do catkowitej masy otrzymywa-
nego prekursora samoprzylepnego kleju strukturalnego, jako 50-cio % roztworu kopolimeru akrylano-
wego w octanie etylu. Proces polimeryzacji prowadzi sie przez 5 h, do uzyskania roztworu kopolimeru
o lepkosci (w 23°C) okoto 17 Pa-s. Otrzymany prekursor samoprzylepnego kleju strukturalnego miesza
sie nastepnie z zywicg epoksydowg Epon 862 w stosunku wagowym suchych mas 1 : 1,5. W celu uzy-
skania petnej kompozycji klejowej dodaje sie jeszcze 5% wag. fotoinicjatora | rodzaju tj. Irgacure 184,
1% wag. epoksyakrylan (Ebecryl 1039), 0,75 cz. wag. utwardzacza utajonego — bezwodnika kwaso-
wego (Aradur HY 905) na 100 cz. wag. kompozycji klejowej, 2,0% wag. promotora adhezji — poliakrylan
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(BYK 361). Procenty wagowe dodatkéw do kompozycji prekursora z zywicg epoksydowg odnoszg sie
do suchej masy kompozycji klejowej. W celu nadania wtasciwosci prgdoprzewodzacych dodaje sie
0,5 cz. wag. nanorurek weglowych Nanocyl NC 7000 oraz 25 cz. wag. pytu cynkowego na 100 cz. wag.
kompozycji klejowej. W celu stabilizacji uzyskanej kompozyciji klejowej stosuje dodatek izopropanolu
w ilosci 10% wag. w przeliczeniu na catg mase kompozycji klejowej. Tak otrzymang kompozycje klejowag
powleka sie na folii poliestrowej (w celu uzyskania prébek do badan wtasciwosci samoprzylepnych) i na
papierze silikonizowanym (w celu uzyskania bezno$nikowej pradoprzewodzgcej samoprzylepnej taSmy
konstrukcyjnej), tak aby po odparowaniu rozpuszczalnika uzyskaé produkt o gramaturze 30 g/m?, a na-
stepnie suszy w suszarce w temperaturze 105°C przez 10 min. Otrzymang samoprzylepng tasme struk-
turalng (lub prébe na folii poliestrowej) naswietla sie 16 s lampg UV Aktipint Mini 18-2 o natezeniu
900 mJ/cm?2. Wytworzong w ten sposéb warstwe samoprzylepng zabezpiecza sie papierem silikonizo-
wanym. Potgczenia klejowe ptytek stalowych z otrzymang pradoprzewodzacg samoprzylepng tasmg
konstrukcyjng byty zgrzewane za pomocg inwertorowej zgrzewarki elektrycznej przy pradzie 6,7 kA
w czasie 100 ms, a nastepnie utwardzane w temperaturze 130°C przez 10 min. Uzyskane wyniki badan
wiasciwosci samoprzylepnych oraz wytrzymatosSci na $cinanie przedstawiono w tabeli 1.

TABELA 1
Zgrzewalna Adhezja do | Kleistosé | Kohezja | Przewodnos¢ | Wytrzymatosé
pradoprzewodzaca | stali 180° [N] w 20°C skrosna na scinanie
samoprzylepna [N/25 mm)] (h] [ns/m} [MPa])
tasma

konstrukcyjna

wg przykiadu
1 10,2 9,8 72 0,27 95+0,5
2 12,5 11,1 72 0,18 82+0,8
3 9,7 9,1 72 5,52 145+1,0
4 12,2 11,9 72 0,38 151+£0,9
s 12,7 11,8 72 0,12 149+0,7
6 10,5 S, 72 1,10 93+ 1,1
7 11,8 11,0 72 0,38 79+06

Zastrzezenia patentowe

1. Sposo6b wytwarzania prgdoprzewodzgcych samoprzylepnych tasm konstrukcyjnych polega-
jacy na mieszaniu sktadnikéw prekursora samoprzylepnego kleju konstrukcyjnego na bazie
poliakrylanéw, przy czym jako sktadniki prekursora stosuje sie estry alkilowe kwasu akrylo-
wego o dtugosci tancucha weglowego od 4 do 12 atoméw, estry alkilowe kwasu akrylowego
zawierajgce w tancuchu bocznym grupe hydroksylowg w ilosci do 20% wagowych, akrylanu
glicydylu lub metakrylanu glicydylu w ilosci do 15% wagowych, ich polimeryzacji wolnorodni-
kowej w rozpuszczalniku i w obecnosci inicjatora, nastepnie modyfikacji zywicg epoksydowg
w iloSci do 200% wagowych w stosunku do masy prekursora i napetniaczem pradoprzewo-
dzgcym, naniesieniu na nos$nik i sieciowaniu przy pomocy utwardzaczy stosowanych w ilosci
do 5% wagowych, znamienny tym, ze wytwarza sie prekursor samoprzylepnego kleju kon-
strukcyjnego z nastepujgcych komponentéw 60 + 90% wagowych estréw alkilowych kwasu
akrylowego o dtugosci taricucha weglowego od 4 do 12 atoméw, 2 + 20% wagowych estrow
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alkilowych kwasu akrylowego zawierajgcych w tancuchu bocznym grupe hydroksylowg i do
4 atoméw wegla, 5 + 15% wagowych akrylanu glicydylu lub metakrylanu glicydylu i 0,01 =+ 5%
wagowych nienasyconego fotoinicjatora na bazie benzofenonu lub na bazie antrachinonu lub
na bazie benzoiny, przy czym udziat wagowy wszystkich komponentéw samoprzylepnego pre-
kursora kleju konstrukcyjnego wynosi 100%, nastepnie tak otrzymany prekursor samoprzylep-
nego kleju, jako 50% wagowy roztwor kopolimeru akrylanowego w rozpuszczalniku modyfikuje
sie dodajgc zywice epoksydowg na bazie bisfenolu A lub bisfenolu F lub epoksynowolakow3,
w ilo$ci 100 + 200% wagowych w stosunku do masy prekursora oraz 0,5 + 5,0% wagowych
fotoinicjatora | rodzaju, jako ktory stosuje sie zwigzki typu o-hydroksyalkilofenonéw, 1 = 5%
wagowych fotoreaktywnych monomeréw lub oligomeréw w postaci dwufunkcyjnych lub wielo-
funkcyjnych monomeréw akrylanowych, cykloalifatycznych lub aromatycznych uretanoakryla-
néw lub epoksyakrylanéw, 0,1 + 5% wagowych promotoréw adhezji lub zwigzkéw obnizaja-
cych napiecie powierzchniowe w postaci zwigzkdéw na bazie polimetylosiloksanéw, poliakryla-
néw lub poliestrow, 0,1 + 5% wagowych lub w ilosci stechiometrycznej utwardzaczy utajonych
w postaci adduktéow kwaséw Lewisa, pochodnych imidazolu, bezwodnikéw kwasoéw karboksy-
lowych, zwigzkéw fenolowych lub dicyjanodiamidu, przy czym procenty wagowe komponen-
téw odnoszg sie do suchej masy kompozyciji klejowej, dodaje sie 2 + 60 czesci wagowych
napetniacza prgdoprzewodzgcego na 100 czeSci wagowych kopolimeru epoksyakrylanowego
i zywicy epoksydowej oraz izopropanol w ilosci 10-40% wagowych w przeliczeniu na catg
mase kompozycji klejowej, nastepnie tak uzyskang kompozycije klejowg powleka sie, suszy
sie w temperaturze nie wiekszej niz 105°C, sieciuje sie naswietlajgc promieniami UV w zakre-
sie 200 =+ 400 nm.

. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako estry alkilowe kwasu akrylowego o dtugosci

faricucha weglowego od 4 do 12 atoméw stosuje sie akrylan butylu, akrylan pentylu, akrylan
heksylu, akrylan heptylu, akrylan 2-etyloheksylu akrylan oktylu, akrylan izooktylu i/lub akrylan
dodecylu.

. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako estry alkilowe kwasu akrylowego zawiera-

jace w tancuchu bocznym grupe hydroksylowg i do 4 atoméw wegla stosuje sie akrylan
2-hydroksyetylu, akrylan 2-hydroksypropylu, akrylan 3-hydroksypropylu lub akrylan 4-hydrok-
sybutylu.

. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako nienasycony fotoinicjator na bazie benzo-

fenonu stosuje sie 4-akryloilooksybenzofenon.

. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako nienasycony fotoinicjator na bazie antra-

chinonu stosuje sie 2-akryloilooksyantrachinon.

. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako nienasycony fotoinicjator na bazie benzo-

iny stosuje sie akrylan benzoiny.

. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze po suszeniu otrzymuje sie produkt o gramaturze

od 30 do 150 g/m2.

. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze jako napetniacze pradoprzewodzgce stosuje

sie pyt aluminiowy i/lub pyt cynkowy i/lub ciecze jonowe dicyjanoamidowe i/lub ciecze jonowe
tetrafluoroboranowe i/lub pochodne kwasu dinonylonaftalenosulfonowego i/lub nanorurki we-
glowe.

. Pradoprzewodzaca samoprzylepna taSma konstrukcyjna do tgczenia podtozy metalowych,

znamienna tym, ze jest wytworzona sposobem wedtug zastrzezen nr 1-8 i utwardzona na
gotowych do potaczenia elementach metalowych, zwtaszcza aluminiowych i/lub stalowych, za
pomocg inwertorowej zgrzewarki elektrycznej lub hybrydowo za pomocg wymienionej zgrze-
warki, a nastepnie utwardzona w temperaturze od 130°C do 170°C i w czasie od 10 do
30 minut.



